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Ein Verfahren zur Herstellung zumindest einer
elektrisch leitenden Verbindung (6a, 6b, 6¢) in einem
Schaltungstrager (1), der eine Aluminiumbasisschicht
(2), eine darliber angeordnete Isolierschicht (3) sowie

eine auf der Isolierschicht angeordnete
Leiterbahnstruktur (4) aufweist, wobei die elektrisch
leitende Verbindung zwischen der

Aluminiumbasisschicht und zumindest  einer
Leiterbahn (4a, 4b, 4c) der Leiterbahnstruktur (4) )
hergestellt wird, wobei zumindest eine Bohrung (5a, : Fue
5b, 5¢) hergestellt wird, welche die Leiterbahn (4a, 4b,
4c) und die Isolierschicht (3) durchsetzt und

zumindest bis zu der Aluminiumbasisschicht (2) reicht

und zur Herstellung der zumindest einen elektrisch

leitenden Verbindung (6a, 6b, 6c) diese Bohrung mit

einem elektrisch leitfahigen Stoff gefiillt wird, welcher

daraufhin einem Verfestigungsprozess unterworfen

wird, sowie einh dementsprechend ausgebildeter

Schaltungstrager.
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Zusammenfassung

Ein Verfahren zur Herstellung zumindest einer elektrisch leitenden Verbindung (6a, 6b, 6¢) in einem
Schaltungstrager (1), der eine Aluminiumbasisschicht (2), eine darliber angeordnete Isolierschicht (3)
sowie eine auf der Isolierschicht angeordnete Leiterbahnstruktur (4) aufweist, wobei die elektrisch
leitende Verbindung zwischen der Aluminiumbasisschicht und zumindest einer Leiterbahn (4a, 4b,
4c) der Leiterbahnstruktur (4) hergestellt wird, wobei zumindest eine Bohrung (5a, 5b, 5c) hergestellt
wird, welche die Leiterbahn (4a, 4b, 4c¢) und die Isolierschicht (3) durchsetzt und zumindest bis zu der
Aluminiumbasisschicht (2) reicht und zur Herstellung der zumindest einen elektrisch leitenden
Verbindung (6a, 6b, 6¢) diese Bohrung mit einem elektrisch leitfahigen Stoff gefiillt wird, welcher
daraufhin einem Verfestigungsprozess unterworfen wird, sowie ein dementsprechend ausgebildeter

Schaltungstrager.

Fig. 1
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VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG ZUMINDEST EINER ELEKTRISCH LEITENDEN VERBINDUNG IN EINEM

SCHALTUNGSTRAGER UND EIN NACH DIESEM VERFAHREN HERGESTELLTER SCHALTUNGSTRAGER

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung zumindest einer elektrisch leitenden
Verbindung in einem Schaltungstrdger, der eine Aluminiumbasisschicht, eine dariiber angeordnete
Isolierschicht sowie eine auf der Isolierschicht angeordnete Leiterbahnstruktur aufweist, wobei die
elektrisch leitende Verbindung zwischen der Aluminiumbasisschicht und zumindest einer Leiterbahn

der Leiterbahnstruktur hergestellt wird.

Ebenso bezieht sich die Erfindung auf einen Schaltungstrager umfassend eine Aluminiumbasisschicht,
eine darliber angeordnete Isolierschicht sowie eine auf der Isolierschicht angeordnete
Leiterbahnstruktur, wobei zumindest eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der

Aluminiumbasisschicht und einer Leiterbahn der Leiterbahnstruktur vorgesehen ist.

Als Schaltungstrager dieser Art sind beispielsweise sogenannte IMS-Leiterplatten (IMS = Insulated
Metal Substrate) bekannt, die bei einseitigen Ausfiihrungen aus einem Substrat, meist ein
Aluminium- oder Kupferblech, einer durchgehenden Isolationsschicht und darauf einer Kupferschicht
bestehen, in der bei der Leiterplattenherstellung das Leiterbahnbild eingearbeitet wird,
lblicherweise nasschemisch gedtzt. Das Dielektrikum stellt bei IMS-Leiterplatten mit
Aluminiumsubstrat eine durchgehende Barriere zwischen Substrat und Leiterbahnbild dar, die im
Rahmen der PCB-Fertigung nicht strukturiert oder gezielt durchbrochen werden kann. Die Dicke der
Substrat-Aluminiumschicht betrdgt beispielsweise 0,8 bis 1,6mm, jene der dielektrischen
Isolierschicht beispielsweise 35-100 um und jene der Leiterbahnenschicht aus Kupfer 35 bis 105 um.
Die genannten Zahlenwerte sollen lediglich eine Vorstellung liber die Schichtdicken geben und

kénnen je nach Anwendungsfall auch erheblich andere Werte aufweisen.

Fir doppelseitige IMS-Leiterplatten sind Sonderprozesse bekannt, bei denen Vias durch das
Dielektrikum und das Substrat gebohrt werden. Das freigelegte Substrat wird daraufhin wieder
nachisoliert. Bei der Bearbeitung von IMS-Leiterplatten ist auch das Tiefenfrdasen bekannt, jedoch
liegen im Frasbereich keine Leiterbahnen vor und damit auch keine Kontaktierung, sodass dort keine

elektrische Kontaktierung moglich ist.

Ein der Erfindung zugrunde liegendes Problem liegt darin, dass das elektrisch leitende
Aluminiumsubstrat nicht galvanisch mit dem Leiterbahnbild auf der Oberseite verbunden werden

kann. Dies kann bei komplexeren Schaltungen in weiter Folge zu einem inakzeptablen EMV-Verhalten
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fiihren, da sich zwischen den Leiterbahnen und der Aluminiumbasis, dem Substrat, eine kapazitive
Kopplung ausbilden kann und sich somit Stérsignale unkontrolliert (iber das Substrat ausbreiten
kénnen. Eine moglichst kurze Leiterbahnfiihrung mit ebenso kurzen Masseschleifen ist hier zu

bevorzugen.

Nach dem Stand der Technik kann eine Substratkontaktierung am Rand des Schaltungstrdgers
erfolgen. Dabei wird das IMS-Substrat, die Basis, am Rand der IMS-Leiterplatte mittels Federn oder
Klemmvorrichtungen kontaktiert. EMV-technisch ist eine solche Kontaktierung lediglich am Rand in
den meisten Fallen allerdings nicht ausreichend, da der Verbindungspunkt oft zu weit von einer

Stérquelle entfernt liegt.

Bekannt ist weiters eine Technologie fiir IMS-Leiterplatte mit einem Kupfersubstrat, bei welcher das
Kupfersubstrat an manchen Stellen durch die Ebene des Dielektrikums stdf3t und mit dem
Leiterbahnbild abschlie3t, wobei es bei manchen Herstellungsverfahren auf diese Weise auch mit
den Leiterbahnen verbunden wird. Diese Technologie ist jedoch teuer und nur bei Kupfersubstraten

anwendbar.

Gleichfalls nur bei Kupfersubstraten anwendbar ist ein Verfahren, bei welchem durch das
Dielektrikum Sacklécher gebohrt und sodann elektrochemisch mit Kupfer aufgefiillt und mit dem

Leiterbahnbild verbunden werden.

Die beiden letztgenannten Verfahren bendétigen eine Kupferbasis, da zum Anbinden der Leiterbahnen
elektrochemische Kompatibilitdt mit Kupfer erforderlich ist. Allerdings ist Kupfer vom Gewicht her
schwerer als Aluminium, zeigt gréBere Anfalligkeit gegenliber Korrosion und hat weitere Nachteile
gegeniiber Aluminium, nicht zuletzt den weit héheren Rohstoffpreis. Daher sind IMS-Leiterplatten
mit einer Kupferbasis vor allem bei gewichts- und preisoptimierten Baugruppen nicht das Mittel der
Wabhl. Aluminium und Kupfer kénnen zum derzeitigen Zeitpunkt nasschemisch/elektrolytisch nicht

oder nur mit sehr groRem Aufwand miteinander verbunden werden.

Eine Aufgabe der Erfindung liegt daher darin, auch bei einem Schaltungstrager der beschriebenen Art
mit einer Aluminiumbasis auf kostengiinstige Art eine elektrisch leitende Verbindung bzw. mehrere

leitende Verbindungen zwischen der Aluminiumbasis und der Leiterbahnstruktur zu schaffen.

Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren der eingangs genannten Art geldst, bei welchem
erfindungsgemadl’ zumindest eine Bohrung hergestellt wird, welche die Leiterbahn und die

Isolierschicht durchsetzt und zumindest bis zu der Aluminiumbasisschicht reicht und zur Herstellung
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der zumindest einen elektrisch leitenden Verbindung diese Bohrung mit einem elektrisch leitfahigen

Stoff gefiillt wird, welcher daraufhin einem Verfestigungsprozess unterworfen wird.

Dank der Erfindung kann das Anwendungsgebiet von IMS-Leiterplatten mit einem Aluminiumsubstrat
zu EMV-technisch schwierigen Systemen hin erweitert werden, wobei die erfindungsgemaRe Lésung
im Vergleich zu IMS-Leiterplatten mit einem Kupfersubstrat kostenglinstiger ist. Die Lésung ist auch
flexibel einsetzbar, zumal das Substrat als zusatzliche Masseverbindung genutzt werden kann und sie
ist problemlos in einen bestehenden PCB-Beschaffungs- und SMT-Prozess (Surface Mount

Technology) integrierbar.

Es ist vorteilhaft, wenn der elektrisch leitfahige Stoff nach Applikation einem Verfestigungsprozess

unterworfen wird.

Eine zweckmaRBige Variante sieht vor, dass der elektrisch leitfahige Stoff vor dem Befiillen flieRfahig

ist.

Vorteilhaft ist es, wenn als elektrisch leitfahiger Stoff ein Silberleitkleber verwendet wird, da viele

Kleber sowohl mit Aluminium als auch mit Kupfer chemisch kompatibel sind.

Andererseits kann es fiir eine kostengiinstige Herstellung zweckdienlich sein, wenn als elektrisch

leitfahiger Stoff eine druckbare leitfahige Tinte verwendet wird.
In vielen Féllen ist es hinreichend, wenn die Bohrung bis zu der Aluminiumbasisschicht reicht.

Im Sinne einer einfachen Herstellung kann es vorteilhaft sein, wenn die Bohrung in die

Aluminiumbasisschicht reicht und durch diese hindurch durch ausgefiihrt wird.

In bestimmten Fallen ist es vorzuziehen, dass die Bohrung in die Aluminiumbasisschicht reicht und in

dieser als Sacklochbohrung hergestellt wird.

Der Schaltungstrager nach der Erfindung kann besonders 6konomisch hergestellt werden, falls das
Fillen der zumindest einen Bohrung mit einem elektrisch leitfahigen Stoff und das Verfestigen des

Stoffes im Zuge eines SMD-Bestiickungsprozesses erfolgt.

Die Erfindung sieht zur Losung der Aufgabe auch einen Schaltungstrager der oben erwdhnten Art vor,
bei welchem gemal der Erfindung zumindest eine Bohrung vorgesehen ist, welche die Leiterbahn
und die Isolierschicht durchsetzt und zumindest bis zu der Aluminiumbasisschicht reicht, wobei zur
Herstellung der zumindest einen elektrisch leitenden Verbindung diese Bohrung mit einem elektrisch

leitfahigen Stoff gefiillt ist.
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Eine zweckmaRige Variante sieht vor, dass der elektrisch leitfahige Stoff ein Silberleitkleber ist.
Vorteilhaft ist es, wenn der elektrisch leitfahige Stoff eine druckbare leitfahige Tinte ist.

Im Sinne einer einfachen Herstellung kann es vorteilhaft sein, wenn die Bohrung, die in die

Aluminiumbasisschicht reicht, durch diese hindurch verlauft.
In vielen Féllen ist es hinreichend, wenn die Bohrung bis zu der Aluminiumbasisschicht reicht.

In bestimmten Fallen ist es vorzuziehen, dass die Bohrung in die Aluminiumbasisschicht reicht und in

dieser als Sackloch endet.

Die Erfindung samt weiteren Vorteilen ist im Folgenden an Hand beispielsweiser Ausfiihrungsformen

ndher erlautert, die in der Zeichnung veranschaulicht sind. In dieser zeigen

Fig. 1 einen Schnitt von der Seite gesehen durch einen schematisch dargestellten Schaltungstrager
nach der Erfindung mit einem darauf angeordneten elektronischen Bauteil und drei

unterschiedlichen Substratkontaktierungen,

Fig. 2a und 2b eine Draufsicht auf einen Schaltungstrager mit einem darauf angeordneten
elektronischen Bauteil, wobei Fig. 2a einen Schaltungstrager ohne Substratkontaktierung und Fig. 2b

einen Schaltungstrager mit einer Substratkontaktierung nach der Erfindung zeigen, und

Fig. 3a und 3b je in geschnittener Seitenansicht den méglichen, symbolisch eingezeichneten Verlauf
elektromagnetischer Stérungen bei einem Schaltungstrager mit einem darauf angeordneten, solche
Stérungen verursachenden elektronischen Bauteil, wobei Fig. 3a den Stérungsverlauf bei einem
Schaltungstrager ohne Substratkontaktierung und Fig. 3b bei einem Schaltungstrager mit einer

Substratkontaktierung nach der Erfindung zeigen.

In den folgenden Figuren werden zur Vereinfachung fiir gleiche oder vergleichbare Element gleiche

Bezugszeichen verwendet.

Die Bezeichnung ,elektronischer Bauteil” ist dahingehend zu verstehen, dass er simtliche Bauteile
umfassen soll, die mit Leiterbahnen in elektrischer Verbindung stehen kénnen, wie Chips, die
integrierte Schaltungen beinhalten, digitale oder analoge Prozessoren aber auch einfachere

Bauelemente, wie LEDs, Widerstdnde und dgl. mehr.

Begriffe hinsichtlich des Ortes oder einer Orientierung, wie beispielsweise ,,oben”, ,unten”, , vorne”,

,darunter”, ,dariiber” etc. werden in der Beschreibung lediglich zur Vereinfachung gewahlt und
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beziehen sich moglicherweise auf die Darstellung in der Zeichnung nicht jedoch notwendigerweise

auf eine Gebrauchs- oder Einbaulage.

Der Begriff ,Leiterbahn” soll nicht nur einen schmalen, linienartigen Abschnitt der Leiterbahnstruktur
bezeichnen, vielmehr kann es sich auch um einen groBflachigeren Abschnitt der Leiterbahnstruktur
handeln. Weiters kann dieser Begriff im Zusammenhang mit der vorliegenden Beschreibung der
Erfindung auch Schirmdrdhte oder Schirmbleche umfassen, die an der Oberseite des

Schaltungstragers, d.h. an der von der Aluminiumbasisschicht abgewandten Seite liegen.

Fig. 1 zeigt einen Schaltungstrdger 1, der eine Aluminiumbasisschicht 2 aufweist, die auch als
Substrat bezeichnet werden kann. Uber der Aluminiumbasisschicht 2 ist eine Isolierschicht 3
angeordnet, die beispielsweise aus keramikgefiillten, dielektrischen Materialien besteht und auf der
der Isolierschicht 3 befindet sich eine Leiterbahnstruktur 4, die im Allgemeinen aus Kupfer besteht.
Schaltungstrager dieser Art sind bekannt und werden oft als IMS-Leiterplatten bezeichnet. Sie
werden beispielsweise als Schaltungstrager fiir Hochleistungs-LEDs verwendet, die in
Kraftfahrzeugscheinwerfern zum Einsatz kommen, wobei die Basisschicht aus Aluminium, dem
Substrat, besteht, welche einerseits mechanischer Trager ist und andererseits die entstehende

Verlustwarme aufnehmen und abfiihren soll.

Wie bereits eingangs dargelegt, ist es in vielen Fillen wiinschenswert, eine elektrische Verbindung
zwischen zumindest einer Leiterbahn der Leiterbahnstruktur 4 und der Aluminiumbasisschicht 2
herzustellen. Die erfindungsgemafe Losung sieht dazu vor, dass zumindest eine Bohrung hergestellt
wird, welche einen Leiterbahnabschnitt und die Isolierschicht 3 durchsetzt und zumindest bis zu der
Aluminiumbasisschicht 2 reicht und diese Bohrung mit einem elektrisch leitfahigen Stoff gefiillt wird,

welcher daraufhin einem Verfestigungsprozess unterworfen wird.

In Fig. 1 ist die Erfindung beispielsweise an Hand von drei Bohrungen erldutert. Links in Fig. 1 erkennt
man eine erste Bohrung 5a, welche eine Leiterbahn 4a und die darunter liegende Isolierschicht 3
durchsetzt und an der Aluminiumbasisschicht 2 endet. Die Bohrung bzw. die Bohrungen kénnen
bereits beim Hersteller einer IMS-Leiterplatte ausgefiihrt werden oder aber bei einem Anwender im
Zuge des Bestiickungsprozesses bzw. davor. Die fiir die Erfindung benétigten Bohrungen kénnen
entweder durch Laserbohren oder durch mechanisches Bohren hergestellt werden, wobei das
Bohrverfahren von der Art der Bohrung abhangt. Die erste Bohrung 5a in dem in Fig. 1, links
gezeigten Beispiel ist tatsachlich eine sogenannte ,Laserung”, d.h. keine Bohrung im eigentlichen
Sinn. Die Leiterbahn hat an der zu bohrenden Stelle eine Ausnehmung, durch die man das

Dielektrikum darunter erkennen kann. An der Stelle der Bohrung 5a entfernt der Laser daraufhin das
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Dielektrikum und hinterlasst eine trapezférmige Bohrung. Der hier verwendete Begriff ,Bohrung” soll
demnach eine mechanische Bearbeitung oder eine Laserbearbeitung oder auch jede andere
Bearbeitung umfassen, welche die Herstellung von fiir die Erfindung nutzbaren Hohlrdumen

gestattet.

Die Bohrung wird beispielsweise mit einem Silberleitkleber gefiillt, der auch auf der Oberflache der
Aluminiumbasisschicht 2 haftet. Der Kleber wird beispielsweise im Zuge des Bestlickungsvorganges
ausgehartet und es verbleibt ein elektrisch leitende Verbindung 6a, welche in dem gezeigten Beispiel
die Form einer halben Niete aufweist. Ein Beispiel fiir einen geeigneten, im Handel erhaltlichen
Silberleitkleber ist der Kleber IDA-125 der Firma Inkron Oy. Prinzipiell kommt jedoch eine Vielzahl
von leitfahigen Stoffen in Frage, unter anderem auch elektrisch leitfahige Tinten, leitfdhige
Granulate, welche nach Einbringen in die Bohrung und Erwdarmen und Zusammenschmelzen die
Verbindung 6a bilden. Ganz allgemein ist es zweckmalig, wenn der elektrisch leitfdhige Stoff nach

Applikation einem der bekannten Verfestigungsprozesse unterworfen wird.

Eine Variante der Erfindung erkennt man gleichfalls in Fig. 1, wobei in der Zeichnung rechts von
einem elektronischen Bauteil 7, der in bekannter Weise, z.B. mittels eines SMD-Verfahrens, auf der
Leiterbahnstruktur 4 aufgel6tet ist, eine Bohrung 5b ausgebildet ist, welche eine Leiterbahn 4b und
die darunter liegende Isolierschicht 3 durchsetzt und als Sacklochbohrung in die
Aluminiumbasisschicht 2 reicht und in dieser endet. In dieser Bohrung 5b wird in der oben
beschrieben Art und Weise eine elektrisch leitende Verbindung 6b erzeugt. Diese und die weiter
unten beschrieben Variante ist vor allem dann empfehlenswert, wenn die Verbindung auch héhere

Strome fiihren soll.

Eine weitere Variante der Erfindung ist ganz rechts in Fig. 1 dargestellt. Hier verlduft eine Bohrung 5¢
durch eine Leiterbahn 4c, durch die darunter liegende Isolierschicht 3 und vollstdndig durch die

Aluminiumbasisschicht 2. Die Bohrung 5c ist somit nach unten hin offen. Auch hier wird die Bohrung
5cin der oben beschriebenen Weise mit einem elektrisch leitfahigen Stoff gefiillt, um eine elektrisch

leitende Verbindung 6¢ zwischen der Leiterbahn 4c und der Aluminiumbasisschicht 2 zu schaffen.

Die zweite und dritte Bohrung von der linken Seite der Fig. 1, d.h. die Bohrungen 5b und 5c¢ sind
mechanische hergestellte Bohrungen, wobei die zweite Bohrung von der linken Seite die
aufwandiger herzustellende der beiden mechanischen Bohrungen ist. Typische und sinnvolle
Durchmesser dieser Bohrungen liegen zwischen 100 und 1000 um (Mikrometer). Der
Standarddurchmesser bei mechanischen Bohrungen liegt bei 350 um, bei Laserbohrungen ist dieser

individuell, da nahezu beliebig erweiterbar.
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Eine elektrisch leitende Verbindung zwischen zumindest einer Leiterbahn und der
Aluminiumbasisschicht 2 kann beispielsweise als Stromzufiihrung sinnvoll sein, eine besonders
wichtige Anwendung ist jedoch das Ableiten und Verringern elektromagnetischer Stérungen, die von
einem Bauteil auf dem Schaltungstrager verursacht werden, was im Folgenden veranschaulicht

werden soll.

In Fig. 2a bzw. Fig. 2b ist ein Schaltungstrager 1 der gegenstdndlichen Art mit einem darauf
angeordneten elektronischen Bauteil 7 gezeigt, der eine Anzahl elektrischer Anschliisse 8 aufweist,
die fiir sich nicht besonders geschirmt sind. In dem Bauteil 7 erzeugte Stérungen werden als
elektromagnetische Wellen abgestrahlt, was durch symbolisch gezeichnete Feldlinien 9 angedeutet
ist. Die abgestrahlten Stérungen kénnen betrachtlich verringert werden, falls ein oder mehrere
Leiterbahnen, gegebenenfalls auch Schirmdrahte oder Schirmbleche, (iber eine elektrisch leitende
Verbindung gemal der Erfindung mit der Aluminiumbasis verbunden werden. Dies ist wiederum nur
symbolisch in den Fig. 2a und 2b dargestellt, wobei links Fig. 2a den Schaltungstrager ohne elektrisch
leitende Verbindungen mit der Aluminiumbasis und rechts Fig. 2b den Schaltungstrager mit
elektrisch leitende Verbindungen mit der Aluminiumbasis zeigt. In Fig. 2b sind beispielsweise zwei

elektrisch leitende Verbindungen 6c eingezeichnet.

In den Darstellungen der Fig. 3a und 3b wird — analog zu den Fig. 2a und 2b - in einer Ansicht wie in
Fig. 1 nochmals die Wirkung der Substratkontaktierung veranschaulicht, wobei die verwendeten
Bezugszeichen den in den Fig. 1 bzw. 2a, 2b entsprechen. Man erkennt hier deutlich eine
Konzentration des Feldlinienverlaufs der Stérung in Richtung der Aluminiumbasis. Die Ursache liegt
eben darin, dass eine elektrische Verbindung zwischen der elektrischen Masse und dem Substrat
hergestellt wird. Dadurch kénnen Stdérungen sofort abgeleitet und gar nicht erst ausgekoppelt
werden, dies ist im Gegensatz zu Abschirmblechen, welche nur die entstandene EMV - Stérung
abschirmen und daher zuriickhalten, zu bevorzugen. Zur besseren Veranschaulichung der Wirkung
einer elektrisch leitenden Verbindung gemal der Erfindung sind je die Fig. 2a und 3a bzw. 2b und 3b

nebeneinander gestellt.

Giinstige Verfahren zum Befiillen der Bohrungen sind Sieb- bzw. Schablonendruckverfahren und
Jetdispensen. Die Kleberviskositdt wird an die LochgréBe der Bohrung angepasst, um ein
Wiederauslaufen des Klebers beispielsweise aus der dritten Bohrung 5c von der linken Seite der Fig.

1 zu vermeiden.

Dank der Erfindung kann das Anwendungsgebiet von IMS-Leiterplatten mit einem Aluminiumsubstrat

— Aluminiumbasis —auch zu EMV-technisch schwierigen Systemen hin erweitert werden, wobei alle
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Vorteile der Aluminiumbasis, z.B. geringes Gewicht bei guter Leitfahigkeit und hoher mechanischer

Festigkeit sowie gilinstige Beschaffungskosten erhalten bleiben.

Liste der Bezugszeichen

1 Schaltungstrager

2 Aluminiumbasisschicht
3 Isolierschicht

4 Leiterbahnstruktur

4a,b,c Leiterbahn

5a,b,c Bohrung

6a,b,c leitende Verbindung

7 Bauteil
8 Anschliisse
9 Feldlinien
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung zumindest einer elektrisch leitenden Verbindung (6a, 6b, 6¢) in einem
Schaltungstrager (1), der eine Aluminiumbasisschicht (2), eine darliber angeordnete Isolierschicht (3)
sowie eine auf der Isolierschicht angeordnete Leiterbahnstruktur (4) aufweist, wobei die elektrisch
leitende Verbindung zwischen der Aluminiumbasisschicht und zumindest einer Leiterbahn (4a, 4b,

4c) der Leiterbahnstruktur (4) hergestellt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest eine Bohrung (5a, 5b, 5c¢) hergestellt wird, welche die Leiterbahn (4a, 4b, 4c) und die
Isolierschicht (3) durchsetzt und zumindest bis zu der Aluminiumbasisschicht (2) reicht und zur
Herstellung der zumindest einen elektrisch leitenden Verbindung (6a, 6b, 6¢) diese Bohrung mit

einem elektrisch leitfahigen Stoff gefiillt wird.

2.Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrisch leitfahige Stoff nach

Applikation einem Verfestigungsprozess unterworfen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrisch leitfahige Stoff

vor dem Einfillen flieRfahig ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als elektrisch leitfdhiger Stoff ein

Silberleitkleber verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als elektrisch leitfahiger Stoff eine

druckbare leitfdhige Tinte verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (5a) bis

zu der Aluminiumbasisschicht (2) reicht.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (5c) in

die Aluminiumbasisschicht (2) reicht und durch diese hindurch ausgefiihrt wird.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (5b) in

die Aluminiumbasisschicht (2) reicht und in dieser als Sacklochbohrung hergestellt wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Fiillen der
zumindest einen Bohrung (5a, 5b, 5¢) mit einem elektrisch leitfahigen Stoff und das Verfestigen des

Stoffes im Zuge eines SMD-Bestiickungsprozesses erfolgt.
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10. Schaltungstrager (1) umfassend eine Aluminiumbasisschicht (2), eine dariiber angeordnete
Isolierschicht sowie eine auf der Isolierschicht angeordnete Leiterbahnstruktur (4), wobei zumindest
eine elektrisch leitende Verbindung (6a, 6b, 6¢) zwischen der Aluminiumbasisschicht und einer

Leiterbahn (4a, 4b, 4c) der Leiterbahnstruktur vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest eine Bohrung (5a, 5b, 5c¢) vorgesehen ist, welche die Leiterbahn (4a, 4b, 4c) und die
Isolierschicht (3) durchsetzt und zumindest bis zu der Aluminiumbasisschicht (2) reicht, wobei und
zur Herstellung der zumindest einen elektrisch leitenden Verbindung (6a, 6b, 6¢) diese Bohrung mit

einem elektrisch leitfahigen Stoff gefiillt ist.

11. Schaltungstrager nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrisch leitfahige Stoff

ein Silberleitkleber ist.

12. Schaltungstrager nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrisch leitfahige Stoff

eine druckbare leitfahige Tinte ist.

13. Schaltungstrager nach einem der Anspriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung

(5a) bis zu der Aluminiumbasisschicht (2) reicht.

14. Schaltungstrager nach einem der Anspriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung

(5¢) in die Aluminiumbasisschicht (2) reicht und durch diese hindurch verlauft.

15. Schaltungstrager nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung

(5b) in die Aluminiumbasisschicht (2) reicht und in dieser als Sackloch endet.
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